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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage par brasage
de trous traversants

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation ¢ mpucsée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CE! a p~ur o ‘et de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans le doi. =2i‘ies de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes in. rnationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité naticnal intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non.gou ‘ernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement o 3c I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par accord entre les du:ix orc anisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techninues:repi’scntent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que .>s Cc nités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recomma. dat ons internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigques ou guides et agréés comme tels pa. | .c-=“omités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités n¢ tionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Norme~ in.2rn7tionales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de 'a CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette dcrnie.e.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquag : cori me indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme «'"une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ¢t o> dicits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels Aroir s (- propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62191-2 & été établie par le comité d'études 91 de la CEl:
Technique du montage en surface.

Le texte de cette norme est issu dv's documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/133/FDIS 91/144/RVD

Le rapport de vate indiyué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'apgrobzation de cette norme.

La CEI 611%" cumprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de
cartes imprimees:

Partie 2o Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-

niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Dailie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour

montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage par brasage de

trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEIl 61191-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 3: Sectional specification —
Requirements for through-hole mount
soldered assemblies

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization camp isiny
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to ,romote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electran: fielus. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Theii jrepec.ation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dea* with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental or 'anizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Intc=nai onal Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreei.ent o tween the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters exjress, as .early as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technic | col imittee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for internctic hal use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the Na onai Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Comm ttees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possiblo in the.-national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspondir. ne'ional or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its a,nro al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of th» elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held respccih.= foridentifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61191-3 has ueen prepared by IEC technical committee 91: Surface
mounting technology.

The text of this standard is bacad »n the following documents:

f—

" FDIS Report on Voting

91/133/FDIS 91/144/RVD

Full information on tr>-voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicateu 1 the auove table.

IEC 61191 cnns:sts of the following parts, under the general title: Printed board assemblies:

Part 1: Ceneric specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies

uling surface mount and related assembly technologies

ruart 2. Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies

Fart 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annex A forms an integral part of this standard.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage par brasage
de trous traversants

1 Geénéralités
1.1 Domaine d'application

Cette spécification décrit les exigences relatives aux ensembles de compo¢ant.. a (rous
traversants (broches et trous) montés par brasage. Les exigences s'appliquent aux ensembles
entierement constitués d'aprés une technique de montage par trous traversarts (ThT) et aux
portions THT d'ensembles incluant d'autres techniques associées (par ex~mjle montage en
surface, montage a puce, montage a borne).

1.2 Classification

La présente spécification reconnait que les ensembles électriques et électroniques sont
soumis a des classifications correspondant a l'utilisation fixe'e nrévue pour l'article. Trois
classes générales relatives au produit fini ont été établies afir. de refléter les différences au
niveau de la productibilité, de la complexité, des exigences de¢ performances fonctionnelles et
de la fréquence des vérifications (contrbéle/essai). Il s 2giv de ce qui suit:

Niveau A: Produits électroniques généraux
Niveau B: Produits électroniques spécialisés
Niveau C: Produits électroniques a hautes nerfarmances

C'est a l'utilisateur des ensembles que-revient la responsabilité de déterminer le niveau auquel
le produit appartient. Il conviert dafm=ttre d'éventuels empiétements de matériels entre
différents niveaux. Le contrat doit spccirier le niveau prescrit et indiquer toute exception ou
exigence supplémentaire concerriant i2s paramétres, le cas échéant.

2 Références norma’ive =

Les documents nor. ati 3 suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constiient des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 61191.
Au moment de le. nublication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a.ré.ision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEIl 61191 santinvitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des doCcuments normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'|SO possédent le
renisu= C'es Normes internationales en vigueur.

Cr'61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
L'xigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 3: Sectional specification —
Requirements for through-hole mount
soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

This standard prescribes requirements for lead and hole solder assembly. The -equirerients
pertain to those assemblies that are totally lead and hole, through-hole mounting ‘echnology
(THT), or the THT portions of those assemblies that include other related technologies (i.e.
surface mount, chip mounting, terminal mounting).

1.2 Classification

This specification recognizes that electrical and electronic assemblos _7.re subject to classifi-
cations by intended end-item use. Three general end-product clé sses have been established to
reflect differences in producibility, complexity, functional perfc:n 2nce requirements, and verifi-
cation (inspection/test) frequency. These are the following:

Level A: General electronic products
Level B: Dedicated service electronic products
Level C: High performance electronic products

The user of the assemblies is responsihle for:determining the level to which his product
belongs. It should be recognized that there 1=y be overlaps of equipment between levels. The
contract must specify the level requirez-and indicate any exceptions or additional requirements
to the parameters, where appropriate

2 Normative references

The following normative docuinent contains provisions which, through reference in this text,
constitute provisions-cf th,x part of IEC 61191. At the time of publication, the edition indicated
was valid. All normctive documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 6.191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition/o1 the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of cu.renuy valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soil=ed electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
.“chi.alog es
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